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产品封装参考
1.1 产品典型应用结构

2.1 传感器封装结构设计参考

封装建议点：

a. 尽量采用保护型设计，避免芯体承受过大铆压应力；

b. 建议适当减少陶瓷电容芯体敏感区与金属壳体轴向视角重叠的面积，或适

当增加电容敏感区与金属壳体的距离，以减小两者相对位置变化而影响输出波动；

c. 避免硬接触，建议塑料垫圈最外圈适当避让，以避免陶瓷压力芯体边缘

受力破损。

组 成 部 件 作 用

RTV胶 防水防尘

电气连接器 与 ECU进行电气连接

信号调理电路

模块

将电容变化信号转

换成电压信号

圆形陶瓷电容

压力芯体

将流体或气体压力

转换成电容量

内密封圈 压力密封及防止液体泄漏

塑胶支撑座 保护芯体&模块化

压力端口壳体 与流体系统机械连接

电气连接器

信号调理电路模块

陶瓷电容压力芯体

内密封圈

压力端口壳体

RTV胶

保护型参考结构

塑胶支撑座

O-Ring

塑胶支撑座
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